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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】リードタイムを短縮しスループットを高める。
【解決手段】基板処理装置は、複数枚の基板を収納可能
で開閉自在なキャップを有する基板収納容器を保管する
基板収納容器棚と、前記基板収納容器に対して前記基板
を出し入れする、垂直方向に複数設置された基板ローデ
ィングポートと、少なくとも、前記基板収納容器棚と前
記複数の基板ローディングポートとの間で前記基板収納
容器を搬送する基板収納容器搬送装置と、前記基板ロー
ディングポートに載置された前記基板収納容器の前記キ
ャップを開閉する際に、前記キャップを個別に移動させ
る、前記基板ローディングポートそれぞれに設けられた
開閉装置２０と、前記基板収納容器搬送装置と前記開閉
装置２０とを制御する制御部と、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の基板を収納可能で開閉自在なキャップを有する基板収納容器を保管する基板収
納容器棚と、
　前記基板収納容器に対して前記基板を出し入れする、垂直方向に複数設置された基板ロ
ーディングポートと、
　少なくとも、前記基板収納容器棚と前記複数の基板ローディングポートとの間で前記基
板収納容器を搬送する基板収納容器搬送装置と、
　前記基板ローディングポートに載置された前記基板収納容器の前記キャップを開閉する
際に、前記キャップを個別に移動させる、前記基板ローディングポートそれぞれに設けら
れた開閉装置と、
　前記基板収納容器搬送装置と前記開閉装置とを制御する制御部と、が構成された基板処
理装置。
【請求項２】
　基板収納容器棚から、複数枚の基板を収納可能な第一基板収納容器を第一基板ローディ
ングポートに載置する工程と、
　前記第一基板ローディングポートに載置された第一基板収納容器の第一キャップが第一
開閉装置により移動されて前記第一基板収納容器が開かれ、前記第一基板収納容器に収納
された第一基板が搬送される工程と、
　前記第一基板が搬送されている間に、前記基板収納容器棚から複数枚の基板を収納可能
な第二基板収納容器を、前記第一基板ローディングポートの垂直方向に設置された第二基
板ローディングポートに載置する工程と、
　前記第二基板ローディングポートに載置されている第二基板収納容器の第二キャップが
、第二開閉装置により第二キャップが水平方向に移動されて前記第二基板収納容器が開か
れ、前記第二基板収納容器に収納された第二基板が搬送される工程と、
　を有する基板処理方法。
【請求項３】
　基板収納容器棚から、複数枚の基板を収納可能な第一基板収納容器を第一基板ローディ
ングポートに載置する工程と、
　前記第一基板ローディングポートに載置された第一基板収納容器の第一キャップが第一
開閉装置により移動されて前記第一基板収納容器が開かれ、前記第一基板収納容器に収納
された第一基板が搬送される工程と、
　前記第一基板が搬送されている間に、前記基板収納容器棚から複数枚の基板を収納可能
な第二基板収納容器を、前記第一基板ローディングポートの垂直方向に設置された第二基
板ローディングポートに載置する工程と、
　前記第二基板ローディングポートに載置されている第二基板収納容器の第二キャップが
、第二開閉装置により第二キャップが水平方向に移動されて前記第二基板収納容器が開か
れ、前記第二基板収納容器に収納された第二基板が搬送される工程と、
　ボートが処理室に搬送され該処理室で前記ボートに収納された少なくとも第一基板およ
び第二基板が処理される工程と、
　を有する半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　基板収納容器棚から、複数枚の基板を収納可能な第一基板収納容器を第一基板ローディ
ングポートに載置する工程と、
　前記第一基板ローディングポートに載置された第一基板収納容器の第一キャップが第一
開閉装置により移動されて前記第一基板収納容器が開かれ、前記第一基板収納容器に収納
された第一基板が搬送される工程と、
　前記第一基板が搬送されている間に、前記基板収納容器棚から複数枚の基板を収納可能
な第二基板収納容器を、前記第一基板ローディングポートの垂直方向に設置された第二基
板ローディングポートに載置する工程と、
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　前記第二基板ローディングポートに載置されている第二基板収納容器の第二キャップが
、第二開閉装置により第二キャップが水平方向に移動されて前記第二基板収納容器が開か
れ、前記第二基板収納容器に収納された第二基板が搬送される工程と、
　を有する基板の搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板処理装置、基板処理方法、半導体装置の製造方法および基板の搬送方法
に関する。
　特に、ポッドを開閉する技術に係り、例えば、半導体素子を含む半導体集積回路を作り
込まれる基板としての半導体ウエハ（以下、ウエハという。）に絶縁膜や金属膜等のＣＶ
Ｄ膜を形成したり不純物を拡散したりするバッチ式縦形拡散・ＣＶＤ装置およびこれを使
用して成膜したり不純物を拡散したりする基板処理方法並びに半導体装置を製造する方法
に利用して有効なものに関する。
【０００２】
　基板処理装置の一例であるバッチ式縦形拡散・ＣＶＤ装置（以下、半導体製造装置とい
う。）においては、未処理のウエハがキャリア（ウエハ収納容器）に収納された状態で半
導体製造装置の外部から搬入される。
　従来のこの種のキャリアとして、互いに対向する一対の面が開口された略立方体の箱形
状に形成されているカセットと、一つの面が開口された略立方体の箱形状に形成され開口
面にキャップが着脱自在に装着されているＦＯＵＰ（front opening unified pod 。以下
、ポッドという。）とがある。
【０００３】
　ウエハのキャリアとしてポッドが使用される場合には、ウエハが密閉された状態で搬送
されることになるため、周囲の雰囲気にパーティクル等が存在していたとしてもウエハの
清浄度は維持することができる。したがって、半導体製造装置が設置されるクリーンルー
ム内の清浄度をあまり高く設定する必要がなくなるため、クリーンルームに要するコスト
を低減することができる。
　そこで、最近の半導体製造装置においてはウエハのキャリアとしてポッドが使用されて
来ている。
【０００４】
　ウエハのキャリアとしてポッドを使用した半導体製造装置においては、キャップを開閉
するに際して筐体内およびポッド内のウエハの清浄度を維持しつつウエハをポッドに対し
て出し入れ可能とする基板収納容器開閉装置（以下、ポッドオープナという。）が、設置
されている。
　従来のこの種のポッドオープナとして、特開平８－２７９５４６号公報に開示されてい
るものがある。すなわち、このポッドオープナはウエハローディングポートに設置されて
おり、ウエハローディングポートに載置されたポッドのキャップを摩擦係合によって固定
するクロージャを備えており、クロージャがキャップを固定した状態で下降することによ
りポッドを開放するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－２７９５４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の半導体製造装置においては、ウエハローディングポートが一つだ
けしか設定されていないことにより、ウエハの移載時間にポッドの入替え時間が算入され
ることになるため、半導体製造装置全体としての処理時間が長くなり、半導体製造装置の
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スループットが低下するという問題点がある。
　本発明の目的は、スループットを高めることができる基板処理装置、基板処理方法、半
導体装置の製造方法および基板の搬送方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記した課題を解決するための手段のうち代表的なものは、次の通りである。
　複数枚の基板を収納可能で開閉自在なキャップを有する基板収納容器を保管する基板収
納容器棚と、
　前記基板収納容器に対して前記基板を出し入れする、垂直方向に複数設置された基板ロ
ーディングポートと、
　少なくとも、前記基板収納容器棚と前記複数の基板ローディングポートとの間で前記基
板収納容器を搬送する基板収納容器搬送装置と、
　前記基板ローディングポートに載置された前記基板収納容器の前記キャップを開閉する
際に、前記キャップを個別に移動させる、前記基板ローディングポートそれぞれに設けら
れた開閉装置と、
　前記基板収納容器搬送装置と前記開閉装置とを制御する制御部と、が構成された基板処
理装置。
【発明の効果】
【０００８】
　前記した手段によれば、スループットを高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体製造装置を示す概略斜視図である。
【図２】ポッドオープナを示す正面側から見た斜視図である。
【図３】そのポッド載置状態を示す斜視図である。
【図４】ポッドオープナを示す背面側から見た一部省略斜視図である。
【図５】図４の省略したＶ部を示す斜視図である。
【図６】マッピング装置を示す各平面断面図であり、（ａ）は待機中を示し、（ｂ）は作
動中を示している。
【図７】本発明の第一の実施の形態であるウエハ装填脱装方法を示すシーケンス図である
。
【図８】本発明の第二の実施の形態であるウエハ装填脱装方法を示すシーケンス図である
。
【図９】本発明の第三の実施の形態であるウエハ装填脱装方法を示すシーケンス図である
。
【図１０】本発明の第四の実施の形態であるウエハ装填脱装方法を示すシーケンス図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施の形態を図面に即して説明する。
　本実施の形態において、本発明に係る基板処理装置、基板処理方法、半導体装置の製造
方法および基板の搬送方法は、図１に示されているように半導体製造装置すなわちバッチ
式縦形拡散・ＣＶＤ装置に使用される。
　図１に示されている半導体製造装置１は気密室構造に構築された筐体２を備えている。
筐体２内の一端部（以下、後端部とする。）の上部にはヒータユニット３が垂直方向に据
え付けられており、ヒータユニット３の内部にはプロセスチューブ４が同心に配置されて
いる。
　プロセスチューブ４にはプロセスチューブ４内に原料ガスやパージガス等を導入するた
めのガス導入管５と、プロセスチューブ４内を真空排気するための排気管６とが接続され
ている。
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　筐体２の後端部の下部にはエレベータ７が設置されており、エレベータ７はプロセスチ
ューブ４の真下に配置されたボート８を垂直方向に昇降させるように構成されている。
　ボート８は多数枚のウエハ９を中心を揃えて水平に配置した状態で支持して、プロセス
チューブ４の処理室に対して搬入搬出するように構成されている。
【００１１】
　筐体２の正面壁にはポッド出し入れ口（図示せず）が開設されており、ポッド出し入れ
口はフロントシャッタによって開閉されるようになっている。ポッド出し入れ口にはポッ
ド１０の位置合わせを実行するポッドステージ１１が設置されており、ポッド１０はポッ
ド出し入れ口を通してポッドステージ１１に出し入れされるようになっている。
【００１２】
　筐体２内の前後方向の中央部の上部には回転式のポッド棚１２が設置されており、回転
式のポッド棚１２は合計八個のポッド１０を保管するように構成されている。すなわち、
回転式のポッド棚１２は略卍形状に形成された棚板が上下二段に配置されて水平面内で回
転自在に支承されており、モータ等の間欠回転駆動装置（図示せず）によってピッチ送り
的に一方向に回転されるようになっている。
　筐体２内のポッド棚１２の下側には基板としてのウエハ９を払い出す（ローディングす
る）ためのウエハローディングポート１３が一対、垂直方向に上下二段に配置されて設置
されており、両ウエハローディングポート１３、１３には後記するポッドオープナ２０が
それぞれ設置されている。
　なお、便宜上、図１においてはポッド棚は合計八個のポッドを保管するように図示され
ているが、最大十六個のポッドを保管することができる。
【００１３】
　筐体２内のポッドステージ１１とポッド棚１２およびウエハローディングポート１３と
の間にはポッド搬送装置１４が設置されており、ポッド搬送装置１４はポッドステージ１
１とポッド棚１２およびウエハローディングポート１３との間およびポッド棚１２とウエ
ハローディングポート１３との間でポッド１０を搬送するように構成されている。
　また、ウエハローディングポート１３とボート８との間にはウエハ移載装置１５が設置
されており、ウエハ移載装置１５はウエハローディングポート１３とボート８との間でウ
エハ９を搬送するように構成されている。
【００１４】
　上下のウエハローディングポート１３、１３に設置されたポッドオープナ２０、２０は
同一に構成されているため、ポッドオープナ２０の構成については上段のウエハローディ
ングポート１３に設置されたものについて説明する。
【００１５】
　図１に示されているように、ポッドオープナ２０は筐体２内においてウエハローディン
グポート１３とウエハ移載装置１５とを仕切るように垂直に立脚された側壁をなすベース
２１を備えており、図２および図３に示されているように、ベース２１にはポッド１０の
キャップ１０ａと若干大きめに相似する四角形に形成されたウエハ出入口２２が開設され
ている。
　なお、ベース２１は上下のポッドオープナ２０、２０で共用されているため、ベース２
１には上下で一対のウエハ出入口２２、２２が垂直方向で縦に並ぶように開設されている
。
【００１６】
　図２に示されているように、ベース２１のウエハローディングポート１３側の主面（以
下、正面とする。）におけるウエハ出入口２２の下側にはアングル形状の支持台２３が水
平に固定されており、支持台２３の平面視の形状は一部が切り欠かれた略正方形の枠形状
に形成されている。
　支持台２３の上面には一対のガイドレール２４、２４がベース２１の正面と平行方向（
以下、左右方向とする。）に配置されて、ベース２１の正面と直角方向（以下、前後方向
とする。）に延在するように敷設されており、左右のガイドレール２４、２４には載置台



(6) JP 2012-199584 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

２７が複数個のガイドブロック２５を介して前後方向に摺動自在に支承されている。載置
台２７は支持台２３の上面に据え付けられたエアシリンダ装置２６によって前後方向に往
復移動されるようになっている。
【００１７】
　図２に示されているように、載置台２７は一部が切り欠かれた略正方形の枠形状に形成
されており、載置台２７の上面には位置決めピン２８が三本、正三角形の頂点に配置され
て垂直に突設されている。三本の位置決めピン２８はポッド１０が図３に示されているよ
うに載置台２７の上に載置された状態において、ポッド１０の下面に没設された三箇所の
位置決め凹部（図示せず）に嵌入するようになっている。
【００１８】
　図４に示されているように、ベース２１のウエハ移載装置１５側の主面（以下、背面と
する。）におけるウエハ出入口２２の下側には、ガイドレール３０が左右方向に水平に敷
設されており、ガイドレール３０にはアングル形状に形成された左右方向移動台３１が左
右方向に往復移動し得るように摺動自在に支承されている。
　左右方向移動台３１の垂直部材にはエアシリンダ装置３２が左右方向に水平に据え付け
られており、エアシリンダ装置３２のピストンロッド３２ａの先端はベース２１に固定さ
れている。すなわち、左右方向移動台３１はエアシリンダ装置３２の往復作動によって左
右方向に往復駆動されるようになっている。
【００１９】
　図５に示されているように、左右方向移動台３１の水平部材の上面には一対のガイドレ
ール３３、３３が左右に配されて前後方向に延在するように敷設されており、両ガイドレ
ール３３、３３には前後方向移動台３４が前後方向に往復移動し得るように摺動自在に支
承されている。前後方向移動台３４の片側端部にはガイド孔３５が左右方向に延在するよ
うに開設されている。
　左右方向移動台３１の一側面にはブラケット３６が固定されており、ブラケット３６に
はロータリーアクチュエータ３７が垂直方向上向きに据え付けられている。ロータリーア
クチュエータ３７のアーム３７ａの先端に垂直に立脚されたガイドピン３８は前後方向移
動台３４のガイド孔３５に摺動自在に嵌入されている。すなわち、前後方向移動台３４は
ロータリーアクチュエータ３７の往復回動によって前後方向に往復駆動されるように構成
されている。
【００２０】
　前後方向移動台３４の上面にはブラケット３９が垂直に立脚されており、ブラケット３
９の正面にはウエハ出入口２２に若干大きめに相似する長方形の平盤形状に形成されたク
ロージャ４０が垂直に固定されている。つまり、クロージャ４０は前後方向移動台３４に
よって前後方向に往復移動されるようになっているとともに、左右方向移動台３１によっ
て左右方向に往復移動されるようになっている。そして、クロージャ４０は前進移動して
そのベース側を向いた主面（以下、正面とする。）がベース２１の背面に当接することに
よりウエハ出入口２２を閉塞し得るようになっている。
　なお、図５および図６に示されているように、ベース２１の正面におけるウエハ出入口
２２の周りには、ポッド１０の押し付け時にポッド１０のウエハ出し入れ口およびベース
２１のウエハ出入口２２をシールするパッキン５４が敷設されている。
　クロージャ４０の正面における外周縁近傍には、クロージャ４０の押し付け時にベース
２１のウエハ出入口２２をシールするためのパッキン５５が敷設されている。クロージャ
４０の正面における外周縁のパッキン５５の内側には、キャップ１０ａに付着した異物が
ウエハ移載装置１５の設置室側へ侵入するのを防止するためのパッキン５６が敷設されて
いる。
【００２１】
　図４に示されているように、クロージャ４０の上下方向の中心線上には、一対の解錠軸
４１、４１が左右に配置されて前後方向に挿通されて回転自在に支承されている。両解錠
軸４１、４１におけるクロージャ４０のベースと反対側の主面（以下、背面とする。）側
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の端部には一対のプーリー４２、４２が固定されており、両プーリー４２、４２間には連
結片４４を有するベルト４３が巻き掛けられている。クロージャ４０の背面における一方
のプーリー４２の上側にはエアシリンダ装置４５が水平に据え付けられており、エアシリ
ンダ装置４５のピストンロッドの先端はベルト４３の連結片４４に連結されている。すな
わち、両解錠軸４１、４１はエアシリンダ装置４５の伸縮作動によって往復回動されるよ
うになっている。
　図２に示されているように、両解錠軸４１、４１のクロージャ４０の正面側の端部には
キャップ１０ａの錠前（図示せず）に係合する係合部４１ａが直交して突設されている。
　
【００２２】
　図２に示されているように、クロージャ４０の正面における一方の対角付近にはキャッ
プ１０ａの表面に吸着する吸着具（吸盤）４６が二個、吸込口部材４７によってそれぞれ
固定されている。吸着具４６を固定する吸込口部材４７は中空軸によって構成されており
、吸込口部材４７の背面側端は給排気路（図示せず）に接続されている。
　吸込口部材４７の正面側端の外径はキャップ１０ａに没設された位置決め穴（図示せず
）に嵌入するように設定されている。すなわち、吸込口部材４７はキャップ１０ａの位置
決め穴に嵌入してキャップ１０ａを機械的に支持するための支持ピンを兼用するように構
成されている。
【００２３】
　図２、図４および図６に示されているように、ベース２１の正面におけるウエハ出入口
２２の片脇にはロータリーアクチュエータ５０が回転軸５０ａが垂直方向になるように据
え付けられており、回転軸５０ａには略Ｃ字形状に形成されたアーム５１の一端が水平面
内で一体回動するように固定されている。
　アーム５１はベース２１に開設された挿通孔５２を挿通されており、アーム５１のベー
ス２１の背面側の先端部にはマッピング装置５３が固定されている。
【００２４】
　次に、本発明の一実施の形態に係る半導体装置の製造方法の特徴工程であって、本発明
の一実施の形態に係る基板の搬送方法および基板処理方法であるウエハのボートへの装填
および脱装（チャージングおよびディスチャージング）方法を、前記構成に係る半導体製
造装置を使用して実施する場合について図７に示されたシーケンスに沿って説明する。
　なお、説明を理解し易くするため、以下の説明においては、一方のウエハローディング
ポート１３を上段ポートＡとし、他方のウエハローディングポート１３を下段ポートＢと
する。
【００２５】
　図７に示されたシーケンスが実施される前に、予め、図１に示されているように、筐体
２内のポッドステージ１１にポッド出し入れ口から搬入されたポッド１０は、ポッド搬送
装置１４によって指定されたポッド棚１２に適宜に搬送されて一時的に保管される。
【００２６】
　ポッド棚１２に予め保管されたポッド１０はポッド搬送装置１４によって適宜にピック
アップされ、図７に示された実ポッド搬入ステップＳ１において、上段ポートＡに搬送さ
れて、ポッドオープナ２０の載置台２７に図３に示されているように移載される。
　この際、ポッド１０の下面に没設された位置決め凹部が載置台２７の三本の位置決めピ
ン２８とそれぞれ嵌合されることにより、ポッド１０と載置台２７との位置合わせが実行
される。
【００２７】
　ポッド１０が載置台２７に載置されて位置合わせされると、載置台２７がエアシリンダ
装置２６によってベース２１の方向に押され、図６（ａ）に示されているように、ポッド
１０の開口側端面がベース２１の正面におけるウエハ出入口２２の開口縁辺部に押し付け
られる。また、ポッド１０がベース２１の方向に押されると、クロージャ４０の解錠軸４
１がキャップ１０ａの鍵穴に挿入される。
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【００２８】
　続いて、負圧がクロージャ４０の吸込口部材４７に給排気路から供給されることにより
、ポッド１０のキャップ１０ａが吸着具４６によって真空吸着保持される。この状態で、
解錠軸４１がエアシリンダ装置４５によって回動されると、解錠軸４１はキャップ１０ａ
側の錠前に係合した係合部４１ａによってキャップ１０ａの錠前の施錠を解除する。
【００２９】
　次いで、前後方向移動台３４がロータリーアクチュエータ３７の作動によってベース２
１から離れる方向に移動され、続いて、左右方向移動台３１がエアシリンダ装置３２の作
動によってウエハ出入口２２から離れる方向に移動されることにより、キャップ１０ａを
吸着具４６によって真空吸着保持したクロージャ４０がベース２１の背面における退避位
置に移動される。このクロージャ４０の移動により、キャップ１０ａがポッド１０の開口
部から外されるため、図６（ｂ）に示されているように、ポッド１０が開放される。
　以上により、上段ポートＡにおいては図７の実ポッド開けステップＳ２が実行されたこ
とになる。
【００３０】
　次に、図７に示されているように、上段ポートＡにおいてはマッピングステップＳ３が
実行される。すなわち、図６（ｂ）に示されているように、マッピング装置５３がロータ
リーアクチュエータ５０の作動によって移動されて、ポッド１０の開口に挿入される。ポ
ッド１０の開口に挿入されたマッピング装置５３はポッド１０に収納された複数枚のウエ
ハ９を検出することによってマッピングする。ここで、マッピングとはポッド１０の中の
ウエハ９の所在位置（ウエハ９がどのスリットにあるのか。）を確認することである。
　指定されたマッピング作業が終了すると、マッピング装置５３はロータリーアクチュエ
ータ５０の作動によって元の待機位置に戻される。
【００３１】
　マッピング装置５３が待機位置に戻ると、上段ポートＡにおいて開けられたポッド１０
の複数枚のウエハ９はボート８にウエハ移載装置１５によって順次装填（チャージング）
されて行く。すなわち、図７のチャージングステップＳ４－１が実行される。
【００３２】
　この上段ポートＡにおけるウエハ移載装置１５によるウエハ９の装填作業中（チャージ
ングステップＳ４－１の実行中）に、図７に示されているように、下段ポートＢにおいて
は実ポッド搬入ステップＳ１、実ポッド開けステップＳ２およびマッピングステップＳ３
が実行される。すなわち、下段ポートＢにはポッド棚１２から別のポッド１０がポッド搬
送装置１４によって搬送されて移載され、ポッドオープナ２０による前述した位置決め作
業からマッピング作業が同時進行される。
　なお、下段ポートＢにおいてマッピングステップＳ３が完了した後に上段ポートＡにお
いてチャージングステップＳ４－１が継続中の場合には、下段ポートＢにおいては待機ス
テップＳｔが適宜に実行されることになる。
【００３３】
　このように下段ポートＢにおいてマッピングステップＳ３迄が同時進行されていると、
上段ポートＡにおけるウエハ９の装填作業の終了と同時に、下段ポートＢに待機させたポ
ッド１０についてのウエハ９のウエハ移載装置１５による装填作業を開始することができ
る。すなわち、ウエハ移載装置１５はポッド１０の入替え作業についての待ち時間を浪費
することなくウエハ移載（ウエハローディング）作業を連続して実施することができるた
め、半導体製造装置１のスループットを高めることができる。
【００３４】
　翻って、図７に示されているように、上段ポートＡにおいてチャージングステップＳ４
－１が終了すると、空ポッド閉じステップＳ５が実行される。すなわち、クロージャ４０
に保持されて退避されていたキャップ１０ａがウエハ出入口２２の位置に左右方向移動台
３１によって戻され、前後方向移動台３４によってウエハ出入口２２に挿入されてポッド
１０の開口部に嵌入される。キャップ１０ａがポッド１０に嵌入されると、解錠軸４１が
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エアシリンダ装置４５によって回動され、キャップ１０ａの錠前を施錠する。
　キャップ１０ａの施錠が終了すると、給排気路から吸込口部材４７へ供給されていた負
圧が切られて大気に開放されることにより、吸着具４６の真空吸着保持が解除される。
　続いて、載置台２７がエアシリンダ装置２６によってベース２１から離れる方向に移動
され、ポッド１０の開口側端面がベース２１の正面から離座される。
【００３５】
　キャップ１０ａによりウエハ出入口が閉塞された上段ポートＡの空のポッド１０は、図
７の空ポッド搬出ステップＳ６において、ポッド棚１２にポッド搬送装置１４によって搬
送されて一時的に戻される。
【００３６】
　空のポッド１０が上段ポートＡから搬出されると、図７に示されているように、次の実
ポッド１０が上段ポートＡに搬入される実ポッド搬入ステップＳ１が実行される。
　以降、上段ポートＡにおいては前述した各ステップＳ２～Ｓ６が必要回数繰り返される
。但し、マッピングステップＳ３の後に必要に応じて待機ステップＳｔが実行される。
【００３７】
　以上の上段ポートＡにおける空ポッド閉じステップＳ５～待機ステップＳｔの実行中に
、図７に示されているように、下段ポートＢにおいてはチャージングステップＳ４－２が
前述した上段ポートＡのそれと同様にして実行される。
【００３８】
　下段ポートＢにおいてチャージングステップＳ４－２が終了すると、図７に示されてい
るように、空ポッド閉じステップＳ５が実行される。
　続いて、下段ポートＢの空のポッド１０は空ポッド搬出ステップＳ６においてポッド棚
１２にポッド搬送装置１４によって搬送されて一時的に戻される。空のポッド１０が下段
ポートＢから搬出されると、図７に示されているように、次の実ポッド１０が下段ポート
Ｂに搬入される実ポッド搬入ステップＳ１が実行される。
　以降、下段ポートＢにおいては前述した各ステップＳ２～Ｓ６が必要回数繰り返される
。
【００３９】
　このように上段ポートＡにおいてマッピングステップＳ３迄が同時進行されていると、
下段ポートＢにおけるウエハ９の装填作業の終了と同時に、上段ポートＡに待機させたポ
ッド１０についてのウエハ９のウエハ移載装置１５による装填（チャージング）作業を開
始することができる。すなわち、ウエハ移載装置１５はポッド１０の入替え作業について
の待ち時間を浪費することなくウエハ移載（ローディング）作業を連続して実施すること
ができるため、半導体製造装置１のスループットを高めることができる。
【００４０】
　以上のようにして上段ポートＡと下段ポートＢとに対するウエハ移載装置１５によるチ
ャージングステップＳ４－１、Ｓ４－２、Ｓ４－３、Ｓ４－４が交互に繰り返されること
によって、複数枚のウエハ９がポッド１０からボート８に装填されて行く。
　この際、バッチ処理するウエハ９の枚数（例えば、百枚～百五十枚）は一台のポッド１
０に収納されたウエハ９の枚数（例えば、二十五枚）よりも何倍も多いため、複数台のポ
ッド１０が上段ポートＡと下段ポートＢとにポッド搬送装置１４によって交互に繰り返し
供給されることになる。すなわち、前述したステップＳ１～ステップＳ６が上段ポートＡ
と下段ポートＢとにおいて複数回繰り返される。
　例えば、一回のバッチ処理のウエハ枚数が百枚の場合には、図７に示されているように
、前述したステップＳ１～ステップＳ６が上段ポートＡと下段ポートＢとにおいて二回宛
繰り返される。
【００４１】
　予め指定された複数枚（図７の場合は百枚）のウエハ９がポッド１０からボート８に移
載されると、図７に示されているように、ウエハローディングポート１３にとっては実質
的に待機ステップ〔以下、成膜待機ステップＳｔ（Ｓｐ）という。〕となる成膜処理がプ
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ロセスチューブ４において実行される。すなわち、ボート８はエレベータ７によって上昇
されてプロセスチューブ４の処理室に搬入される。ボート８が上限に達すると、ボート８
を保持したキャップの上面の周辺部がプロセスチューブ４をシール状態に閉塞するため、
処理室は気密に閉じられた状態になる。
【００４２】
　プロセスチューブ４の処理室が気密に閉じられた状態で、所定の真空度に排気管６によ
って真空排気され、ヒータユニット３によって所定の温度に加熱され、所定の原料ガスが
ガス導入管５によって所定の流量だけ供給される。これにより、所定の膜がウエハ９に形
成される。
【００４３】
　そして、予め設定された処理時間が経過すると、ボート８がエレベータ７によって下降
されることにより、処理済みウエハ９を保持したボート８が元の装填および脱装ステーシ
ョン（以下、装填ステーションという。）に搬出される。
【００４４】
　以上の成膜待機ステップＳｔ（Ｓｐ）の実行中に上段ポートＡおよび／または下段ポー
トＢにおいては処理済みウエハの回収準備作業が同時進行されている。例えば、図７に示
されているように、空ポッド搬入ステップＳ７において、空のポッド１０が上段ポートＡ
に搬入され、空ポッド開けステップＳ８において、空のポッド１０のキャップ１０ａが外
される。
【００４５】
　そして、図７に示されているように、上段ポートＡのディスチャージングステップＳ９
－１において、装填ステーションに搬出されたボート８の処理済みウエハ９はウエハ移載
装置１５によってディスチャージングされ、上段ポートＡに予め搬入されてキャップ１０
ａを外されて開放された空のポッド１０に収容（アンローディング）される。
【００４６】
　上段ポートＡへの空のポッド１０への所定の枚数のウエハ９の収容が終了すると、図７
に示されているように、処理済みポッド閉じステップＳ１０が実行される。すなわち、ク
ロージャ４０に保持されて退避されていたキャップ１０ａがウエハ出入口２２の位置に左
右方向移動台３１によって戻され、前後方向移動台３４によってウエハ出入口２２に挿入
されポッド１０の開口部に嵌入される。キャップ１０ａがポッド１０に嵌入されると、解
錠軸４１がエアシリンダ装置４５によって回動され、キャップ１０ａの錠前を施錠する。
キャップ１０ａの施錠が終了すると、給排気路から吸込口部材４７に供給されていた負圧
が切られて大気に開放されることにより、吸着具４６のキャップ１０ａの真空吸着保持が
解除される。
　続いて、載置台２７がエアシリンダ装置２６によってベース２１から離れる方向に移動
され、ポッド１０の開口側端面がベース２１の正面から離座される。
【００４７】
　次いで、図７に示された処理済み実ポッド搬出ステップＳ１１において、処理済みのウ
エハ９が収納された処理済み実ポッド１０はポッド棚１２にポッド搬送装置１４によって
搬送されて戻される。
【００４８】
　以上の上段ポートＡにおけるディスチャージングステップＳ９－１の実行中に、図７に
示されているように、下段ポートＢにおいては空ポッド搬入ステップＳ７および空ポッド
開けステップＳ８が、上段ポートＡの場合と同様にして実行される。
　下段ポートＢにおいて空ポッド開けステップＳ８が終了した後に上段ポートＡにおいて
ディスチャージングステップＳ９－１が継続中の場合には、下段ポートＢにおいては待機
ステップＳｔが適宜に実行されることになる。
【００４９】
　このように上段ポートＡのディスチャージングステップＳ９－１の実行中に、下段ポー
トＢにおいて空ポッド開けステップＳ８迄が同時進行されていると、上段ポートＡにおけ
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るウエハ９の脱装（ディスチャージング）作業の終了と同時に、下段ポートＢに待機させ
たポッド１０についてのウエハ９のウエハ移載装置１５によるディスチャージング作業を
開始することができる。すなわち、ウエハ移載装置１５はポッド１０の入替え作業につい
ての待ち時間を浪費することなくウエハ移載（ウエハアンローディング）作業を連続して
実施することができるため、半導体製造装置１のスループットを高めることができる。
【００５０】
　以上の処理済みウエハ９のディスチャージング作業の際も、ボート８に装填してバッチ
処理したウエハ９の枚数は一台の空のポッド１０に収納するウエハ９の枚数よりも何倍も
多いため、複数台のポッド１０が上段ポートＡと下段ポートＢとに交互にポッド搬送装置
１４によって繰り返し供給されることになる。
　この場合にも、上段ポートＡ（または下段ポートＢ）におけるディスチャージングステ
ップＳ９－１の実行中に、下段ポートＢ（または上段ポートＡ）における空のポッド１０
の搬送やディスチャージング準備作業が同時進行されることにより、ウエハ移載装置１５
は空のポッド１０の入替え作業についての待ち時間を浪費することなくディスチャージン
グ作業を連続して実施することができるため、半導体製造装置１のスループットを高める
ことができる。
【００５１】
　処理済みウエハ９を収納してポッド棚１２に戻されたポッド１０はポッド棚１２からポ
ッドステージ１１へポッド搬送装置１４によって搬送される。ポッドステージ１１に移載
されたポッド１０はポッド出し入れ口から筐体２の外部に搬出されて、洗浄工程や成膜検
査工程等の次工程へ搬送される。
　そして、新規のウエハ９を収納したポッド１０が筐体２内のポッドステージ１１にポッ
ド出し入れ口から搬入される。
【００５２】
　なお、新旧ポッド１０のポッドステージ１１への搬入搬出（ポッドローディングおよび
ポッドアンローディング）作業およびポッドステージ１１とポッド棚１２との間の入替え
作業は、プロセスチューブ４におけるボート８の搬入搬出（ボートローディングおよびボ
ートアンローディング）作業や成膜処理の間すなわち成膜待機ステップＳｔ（Ｓｐ）の実
行中に同時進行されるため、半導体製造装置１の全体としての作業時間が延長されるのを
防止することができる。
【００５３】
　以降、以上説明したウエハ装填脱装方法および成膜方法が繰り返されて、ＣＶＤ膜がウ
エハ９に半導体製造装置１によって形成され、半導体素子を含む集積回路がウエハ９に作
り込まれる半導体装置の製造方法における成膜工程が実施されたことになる。
【００５４】
　前記実施の形態によれば、次の効果が得られる。
【００５５】
1)　一対のウエハローディングポート１３、１３を上下に二段設置するとともに、両ウエ
ハローディングポート１３、１３にはポッド１０のキャップ１０ａを開閉するポッドオー
プナ２０をそれぞれ設けることにより、一方のウエハローディングポート１３におけるポ
ッド１０に対するウエハ９の出し入れ作業（ウエハローディングおよびウエハアンローデ
ィング）中に、他方のウエハローディングポート１３へのポッド１０の搬入搬出作業やウ
エハローディングまたはウエハアンローディングのための準備作業を同時進行させること
ができるため、ポッド１０を入替える際の待ち時間をなくしスループットを高めることが
できる。
【００５６】
2)　一対のウエハローディングポート１３、１３を上下に二段設置することにより、ウエ
ハローディングポートの占拠面積を増加させなくて済むため、半導体製造装置１の横幅の
増加を回避しつつスループットを高めることができる。
【００５７】
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3)　一対のウエハローディングポート１３、１３を上下に二段設置するとともに、両ウエ
ハローディングポート１３、１３にはポッド１０のキャップ１０ａを開閉するポッドオー
プナ２０をそれぞれ設けることにより、ウエハ移載装置１５に幅方向の動作を追加させず
に済むため、半導体製造装置１の横幅の増加を回避しつつスループットを高めることがで
きる。
【００５８】
4)　一対のウエハローディングポート１３、１３を上下に二段設置するとともに、両ウエ
ハローディングポート１３、１３には一対のマッピング装置５３、５３をそれぞれ設ける
ことにより、一方のウエハローディングポート１３におけるポッド１０に対するウエハ９
の出し入れ作業中に、他方のウエハローディングポート１３のポッド１０に対するマッピ
ング作業を同時進行させることができるため、ポッド１０に対するマッピング作業の際の
待ち時間をなくし半導体製造装置１のスループットを高めることができる。
【００５９】
5)　ベース２１の背面のウエハ出入口２２の片脇に据え付けたロータリーアクチュエータ
５０の回転軸５０ａにアーム５１を固定するとともに、アーム５１をベース２１に開設さ
れた挿通孔５２を挿通させて、そのベース２１の正面側の先端部にマッピング装置５３を
固定することにより、マッピング装置５３を円弧軌跡によってポッド１０の開口部に出し
入れさせることができるため、マッピング装置５３の出し入れのための駆動装置を簡単か
つ小形に構成することができる。
【００６０】
6)　ポッド１０のキャップ１０ａを保持したクロージャ４０が水平方向に移動するように
ポッドオープナ２０を構成することにより、ポッドオープナ２０の高さが増加するのを防
止することができるため、複数段のポッドオープナ２０を垂直方向に並べて設置した場合
であっても全体の高さが著しく増加するのを防止することができる。すなわち、クロージ
ャ４０を水平移動するように構成することによる効果は複数段のポッドオープナ２０を垂
直方向に並設した場合により一層顕著になる。換言すれば、クロージャ４０を水平移動す
るように構成することにより、初めて複数段のポッドオープナ２０を垂直方向に並設する
ことができる。
【００６１】
　ここで、ポッド１０のキャップ１０ａを保持したクロージャ４０が垂直方向に移動する
ようにポッドオープナ２０を構成した場合には、ポッドオープナ２０の高さがキャップ１
０ａの高さの分だけ増加（略倍増）してしまうため、複数段のポッドオープナ２０を垂直
方向に設置すると、高さが相乗的に増加してしまう。その増加に伴って、ポッド棚１２は
より一層上方に設置されることになるため、ポッドの搬送時間が増加しスループットが低
下する。
　また、半導体製造装置の高さ規制によってポッド棚の頂上の高さは制限されるため、ポ
ッド棚が上方に行き過ぎると、ポッド棚の段数が減少されることになり、ポッド棚のポッ
ドの収納数が減少してしまう。つまり、クロージャ４０を垂直移動するように構成すると
、複数段のポッドオープナ２０すなわちウエハローディングポート１３を垂直方向に並設
することができない。
【００６２】
　図８は本発明の第二の実施の形態であるウエハ装填脱装方法を示すシーケンス図である
。
【００６３】
　本実施の形態においては、マッピングステップは次の例のような方法によって事前に完
了されている。
　ポッド１０の筐体２への投入時にポッド１０がウエハローディングポート１３にポッド
搬送装置１４によって搬送され、ポッド１０のキャップ１０ａがポッドオープナ２０によ
って外され、ポッド１０内のウエハ９がマッピング装置５０にマッピングされる。マッピ
ング終了後に、ポッド１０のキャップ１０ａがポッドオープナ２０によって閉じられ、ポ
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ッド１０がポッド棚１２にポッド搬送装置１４によって搬送されて保管される。
　なお、各ステップにおけるポッドオープナ２０やマッピング装置５０等の動作は前記第
一の実施の形態と同様である。
【００６４】
　予めマッピングされた後にポッド棚１２に保管されたポッド１０はポッド搬送装置１４
によって適宜にピックアップされ、図８に示された実ポッド搬入ステップＳ１において上
段ポートＡに搬入される。上段ポートＡに搬入されたポッド１０はキャップ１０ａを外さ
れる実ポッド開けステップＳ２を実行される。
　続いて、上段ポートＡのポッド１０はウエハ移載装置１５によってウエハ９をボート８
に装填するチャージングステップＳ４－１を実行される。
【００６５】
　図８に示されているように、上段ポートＡにおけるチャージングステップＳ４－１の実
行中に、下段ポートＢにおいては実ポッド搬入ステップＳ１が実行される。下段ポートＢ
に搬入されたポッド１０は待機ステップＳｔにおいてそのまま待機される。
　このように下段ポートＢにおいてポッド１０がキャップ１０ａを閉じたまま待機してい
ると、上段ポートＡのチャージングステップＳ４－１の実行に際して下段ポートＢのポッ
ド１０の内部に異物が侵入するのを防止することができる。
【００６６】
　図８に示されているように、上段ポートＡにおけるチャージングステップＳ４－１が終
了すると、下段ポートＢにおいてはポッド１０のキャップ１０ａが外される実ポッド開け
ステップＳ２が実行される。
　続いて、下段ポートＢのポッド１０はウエハ移載装置１５によってウエハ９をボート８
に装填するチャージングステップＳ４－２を実行される。
【００６７】
　翻って、図８に示されているように、上段ポートＡにおいてはチャージングステップＳ
４－１が終了すると、空ポッド閉じステップＳ５が実行される。キャップ１０ａによっウ
エハ出入口が閉塞された上段ポートＡの空のポッド１０は、図８の空ポッド搬出ステップ
Ｓ６において、ポッド棚１２にポッド搬送装置１４によって搬送されて一時的に戻される
。
【００６８】
　空のポッド１０が上段ポートＡから搬出されると、図８に示されているように、次の実
ポッド１０が上段ポートＡに搬入される実ポッド搬入ステップＳ１が実行される。この上
段ポートＡに搬入されたポッド１０は待機ステップＳｔにおいてにおいてそのまま待機さ
れる。
　このように上段ポートＡにおいてポッド１０がキャップ１０ａを閉じたまま待機してい
ると、下段ポートＢのチャージングステップＳ４－２の実行に際して上段ポートＡのポッ
ド１０の内部に異物が侵入するのを防止することができる。
【００６９】
　図８に示されているように、上段ポートＡにおける空ポッド閉じステップＳ５～待機ス
テップＳｔの実行中に、下段ポートＢにおいてはチャージングステップＳ４－２が実行さ
れる。下段ポートＢにおいてチャージングステップＳ４－２が終了すると、空ポッド閉じ
ステップＳ５が実行される。
　続いて、空のポッド１０は空ポッド搬出ステップＳ６においてポッド棚１２にポッド搬
送装置１４によって搬送されて一時的に戻される。空のポッド１０が下段ポートＢから搬
出されると、次に装填すべきポッド１０が下段ポートＢに搬入される実ポッド搬入ステッ
プＳ１が実行される。
【００７０】
　以上のようにして上段ポートＡと下段ポートＢとに対するウエハ移載装置１５によるチ
ャージングステップＳ４－１、Ｓ４－２、Ｓ４－３、Ｓ４－４が交互に繰り返されること
によって、複数枚のウエハ９がポッド１０からボート８に装填されて行く。
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　例えば、一回のバッチ処理のウエハ枚数が百枚の場合には図８に示されているように、
前述したステップＳ１～ステップＳ６および待機ステップＳｔが上段ポートＡと下段ポー
トＢとにおいて二回宛繰り返されることになる。
【００７１】
　そして、予め指定された複数枚（図８の場合は百枚）のウエハ９がポッド１０からボー
ト８に移載されると、図８に示されているように、成膜待機ステップＳｔ（Ｓｐ）が前記
実施の形態と同様にして実行される。すなわち、ボート８はエレベータ７によって上昇さ
れてプロセスチューブ４の処理室に搬入される。ボート８が上限に達すると、ボート８を
保持したキャップの上面の周辺部がプロセスチューブ４をシール状態に閉塞するため、処
理室は気密に閉じられた状態になる。
　この成膜待機ステップＳｔ（Ｓｐ）の実行中に上段ポートＡおよび／または下段ポート
Ｂにおいては、処理済みウエハの回収作業が同時に進行されている。例えば、図８に示さ
れているように、成膜待機ステップＳｔ（Ｓｐ）中に、上段ポートＡへ空ポッド搬入ステ
ップ７において空ポッド１０が搬入され、続いて、空ポッド開けステップＳ８によって空
ポッド１０のキャップ１０ａが外される。
【００７２】
　次いで、上段ポートＡのディスチャージングステップＳ９－１において装填ステーショ
ンに搬出されたボート８の処理済みウエハ９は、ウエハ移載装置１５によりディスチャー
ジングされ、上段ポートＡに予め搬入されてキャップ１０ａを外されて開放された空のポ
ッド１０に収容（ウエハアンローディング）される。
【００７３】
　上段ポートＡへの空のポッド１０への所定の枚数のウエハ９の収容が終了すると、図８
に示されているように、処理済みポッド閉じステップＳ１０が前記第一の実施の形態の場
合と同様にして実行される。
　次いで、処理済み実ポッド搬出ステップＳ１１において、処理済みのウエハ９が収納さ
れた処理済み実ポッド１０はポッド棚１２にポッド搬送装置１４によって搬送されて戻さ
れる。
【００７４】
　以上の上段ポートＡにおけるディスチャージングステップＳ９－１の実行中に、図８に
示されているように、下段ポートＢにおいては空ポッド搬入ステップＳ７が上段ポートＡ
の場合と同様にして実行される。下段ポートＢにおいて空ポッド搬入ステップＳ７が終了
した後に上段ポートＡにおいてディスチャージングステップＳ９－１が継続中の場合には
、下段ポートＢにおいては待機ステップＳｔが適宜に実行されることになる。
【００７５】
　以上のように上段ポートＡまたは下段ポートＢのチャージングステップＳ４およびディ
スチャージングステップＳ９の実行中に、下段ポートＢまたは上段ポートＡにおいて実ポ
ッド搬入ステップＳ１や空ポッド搬出ステップＳ６、処理済み実ポッド搬出ステップＳ１
１および空ポッド搬入ステップＳ７等を実行することにより、上段ポートＡまたは下段ポ
ートＢにおけるウエハ９の装填作業または脱装作業の終了と同時に、下段ポートＢまたは
上段ポートＡに待機させたポッド１０のキャップ１０ａを外してウエハ９のウエハ移載装
置１５による装填作業または脱装作業を開始することができる。すなわち、ウエハ移載装
置１５はポッド１０の入替え作業についての待ち時間を浪費することなくウエハ移載（ウ
エハローディングおよびウエハアンローディング）作業を連続して実施することができる
ため、半導体製造装置１のスループットを高めることができる。
【００７６】
　なお、新旧ポッド１０のポッドステージ１１への搬入搬出作業およびポッドステージ１
１とポッド棚１２との間の入替え作業は、成膜待機ステップＳｔ（Ｓｐ）の実行中に同時
進行されるため、半導体製造装置１の全体としての作業時間が延長されるのを防止するこ
とができる。
【００７７】
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　図９は本発明の第三の実施の形態であるウエハ装填脱装方法を示すシーケンス図である
。
【００７８】
　本実施の形態が前記第二の実施の形態と異なる点は、上段ポートＡまたは下段ポートＢ
の一方におけるチャージングステップＳ４およびディスチャージングステップＳ９の終了
直前に、下段ポートＢまたは上段ポートＡの他方においてポッド開けステップＳ２および
Ｓ８を実行するように設定されている点である。
【００７９】
　図１０は本発明の第四の実施の形態であるウエハ装填脱装方法を示すシーケンス図であ
る。
【００８０】
　本実施の形態が前記第二の実施の形態と異なる点は、上段ポートＡまたは下段ポートＢ
の一方におけるチャージングステップＳ４およびディスチャージングステップＳ９の実行
中に、下段ポートＢまたは上段ポートＡの他方においてポッド搬入ステップおよびポッド
開けステップを実行し、ポッド１０のキャップ１０ａを外した状態で待機する（すなわち
待機ステップＳｔを実行する）ように設定されている点である。
【００８１】
　なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々に変更が可能であることはいうまでもない。
【００８２】
　例えば、ウエハローディングポートは上下二段設置するに限らず、上中下三段のように
三段以上設置してもよい。
【００８３】
　マッピング装置をポッドに対して進退させる構造としてはロータリーアクチュエータを
使用した構成を採用するに限らず、ＸＹ軸ロボット等を使用した構成を採用してもよい。
また、マッピング装置は省略してもよい。
【００８４】
　基板はウエハに限らず、ホトマスクやプリント配線基板、液晶パネル、コンパクトディ
スクおよび磁気ディスク等であってもよい。
【００８５】
　半導体製造装置は成膜処理に使用するＣＶＤ装置に限らず、酸化膜形成処理や拡散処理
等の熱処理にも使用することができる。
【００８６】
　前記実施の形態ではバッチ式縦形拡散・ＣＶＤ装置の場合について説明したが、本発明
はこれに限らず、半導体製造装置全般に適用することができる。
【００８７】
　以上説明したように、本発明によれば、半導体製造装置のリードタイムを短縮しスルー
プットを高めることができる。
【符号の説明】
【００８８】
　１…半導体製造装置（基板処理装置）、２…筐体、３…ヒータユニット、４…プロセス
チューブ、５…ガス導入管、６…排気管、７…エレベータ、８…ボート、９…ウエハ（基
板）、１０…ポッド、１０ａ…キャップ、１１…ポッドステージ、１２…ポッド棚、１３
…ウエハローディングポート、１４…ポッド搬送装置、１５…ウエハ移載装置、２０…ポ
ッドオープナ（開閉装置）、２１…ベース、２２…ウエハ出入口、２３…支持台、２４…
ガイドレール、２５…ガイドブロック、２６…エアシリンダ装置、２７…載置台、２８…
位置決めピン、３０…ガイドレール、３１…左右方向移動台、３２…エアシリンダ装置、
３２ａ…ピストンロッド、３３…ガイドレール、３４…前後方向移動台、３５…ガイド孔
、３６…ブラケット、３７…ロータリーアクチュエータ、３７ａ…アーム、３８…ガイド
ピン、３９…ブラケット、４０…クロージャ、４１…解錠軸、４１ａ…係合部、４２…プ
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ーリー、４３…ベルト、４４…連結片、４５…エアシリンダ装置、４６…吸着具、４７…
吸込口部材、５０…ロータリーアクチュエータ、５０ａ…回転軸、５１…アーム、５２…
挿通孔、５３…マッピング装置、５４、５５、５６…パッキン。

【図１】 【図２】



(17) JP 2012-199584 A 2012.10.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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